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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年2月1日(2013.2.1)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　接着層１５によって形成された接着によって、回路基板のリジッド部１を回路基板のフ
レキシブル部７に接続した後、１６で示されるような分割が、フレキシブル部７とは反対
側を向くリジッド部１の端面から出発して予め形成されたミリング端１４の領域で実行さ
れ、その結果、回路基板の本来的にモノリシック構造のリジッド部１の、従って分離され
たサブポーションまたは部分領域１７、１８が、フレキシブル部７を介して接続される。


	header
	written-amendment

